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Dispositif  de  connexion  de  cartes  électroniques. 

M 
D  

©  L'invention  a  principalement  pour  objet  un  dispositif  de 
connexion  de  cartes  électroniques. 

Le  dispositif  selon  l'invention  assure  l'interconnexion 
des  cartes  électroniques  de  grande  densité  par  contact  entre 
les  f  i  Is  (8)  appartenant  à  une  embase  fixée  sur  une  des  cartes 
et  des  fils  (3)  fixés  sur  une  fiche  solidaire  d'une  autre  carte. 
Les  fils  (8)  sont  parallèles  entre  eux;  il  en  est  de  même  pour 
les  fils  (3).  Les  fils  (3)  et  les  fils  (8)  présentent  un  angle  0  non 
nul.  Ainsi  chaque  fil  (3)  coupe  en  un  point  de  contact  le  fil  (8) 
qui  est  son  homologue. 

L'invention  s'applique  principalement  à  l'intercon- 
nexion  des  cartes  électroniques,  notamment  à  l'intercon- 
nexion  des  cartes  interchangeables  sur  un  fond  de  panier. 

1  
11 

ACTORUM  AG 

  L'invention  a  principalement  pour  objet  un  dispositif  de 
connexion  de  cartes  électroniques. 

Le  dispositif  selon  l'invention  assure  l'interconnexion 
des  cartes  électroniques  de  grande  densité  par  contact  entre 
les  fils  (8)  appartenant  à  une  embase  fixée  sur  une  des  cartes 
et  des  fils  (3)  fixés  sur  une  fiche  solidaire  d'une  autre  carte. 
Les fils  (8)  sont  parallèles  entre  eux;  il  en  est  de  même  pour 
les  fils  (3).  Les  fils  (3)  et  les  fils  (8)  présentent  un  angle  0  non 
nul.  Ainsi  chaque  fil  (3)  coupe  en  un  point  de  contact  le  fil  (8) 
qui  est  son  homologue. 

L'invention  s'applique  principalement  à  l'intercon- 
nexion  des  cartes  électroniques,  notamment  à  l'intercon- 
nexion  des  cartes  interchangeables  sur  un  fond  de  panier. 



L'invention  a  pr incipalement   pour  objet  un  dispositif  de  c o n -  

nexion  de  cartes  électroniques,   notamment   de  cartes  fille  à  une  

carte  mère .  

Les  réalisations  récentes  des  dispositifs  électroniques  c o m -  

plexes  ont  de  plus  en  plus  recours  à  l 'utilisation  d'une  carte  m è r e  

associée  à  des  cartes  filles.  On  obtient  ainsi  des  dispositifs  modu-  

laires,  dont  les  carac tér i s t iques   et  les  performances   dépendent  du 

nombre  et  des  fonctions  réalisés  par  les  cartes  filles.  De  plus  le 

dépannage  est  grandement   facilité :   une  carte  fille  défectueuse  p e u t  
être  enlevée  puis  remplacée  par  une  carte  fille  ident ique.  

La  complexité  croissante  des  dispositifs  électroniques  ex ige  

pour  obtenir  des  dispositifs  compacts  de  réaliser  des  connecteurs   à  

très  forte  densité  d ' interconnexion.  Les  connecteurs   de  type  connu 

utilisent  pour  réaliser  chaque  connexion  un  picot  passant  par  un  t rou  

métallisé.  Ainsi  la  présence  desdits  trous  limite  la  densité  des  

connexions.  Un  dispositif  selon  la  présente  invention  remédie  aux 
inconvénients  des  connecteurs   de  type  connu.  

Le  dispositif  selon  l'invention  comporte  par  exemple  une 

embase  fixée  sur  la  carte  mère  ainsi  qu'une  fiche  fixée  sur  la  c a r t e  

fille.  Chaque  connexion  est  obtenue  par  recouvrement   sous  un  angle  

non  nul  des  fils  de  connexion  contenus  dans  ladite  embase  et  dans  

ladite  f iche .  

Le  dispositif  selon  la  présente  invention  a  pr incipalement   pour 

objet  un  dispositif  de  connexion  de  cartes  électroniques,   c a r a c t é r i s é  

par  le  fait  qu'il  comporte  deux  pluralités  de  fils  conducteurs  e t  

élastiques  se  croisant  sous  un  angle  0   non  nul  de  façon  à  ce  que 

chaque  fil  appar tenant   à  l'une  des  pluralités  établisse  un  c o n t a c t  

électrique  avec  uniquement  son  fil  homologue  appar tenant   à  l ' au t re  

p lura l i té .  

L'invention  sera  mieux  comprise  au  moyen  de  la  description  c i -  



après  des  figures  annexées  données  comme  des  exemples  non  l imi-  

tatifs  parmi  lesquels :  

-  la  figure  1  est  une  vue  en  coupe  de  l 'embase  du  disposi t i f  

selon  l ' invention ;  

-  la  figure  2  est  une  vue  de  dessus  de  l 'embase  du  d isposi t i f  

selon  l ' invention ;  

-  la  figure  3  est  une  vue  de  dessous  de  la  fiche  d'une  p r e m i è r e  

variante  de  réalisation  du  dispositif  selon  l ' invention ;  

-  la  figure  4  est  une  vue  en  coupe  du  dispositif  de  la  figure  3 ; 

-  la  figure  5  est  une  vue  en  perspective  d'un  c o n n e c t e u r  

consti tué  d'une  embase  et  de  la  fiche  co r re spondan te  ;  

-  la  figure  6  est  une  vue  de  dessous  d'une  seconde  r éa l i sa t ion  

des  fiches  du  dispositif  selon  l ' invention ;  

-  la  figure  7  est  une  vue  en  coupe  du  dispositif  de  la  figure  6. 

-  la  figure  8  est  une  vue  en  coupe  de  quatre  cartes  f i l le  

connectées  par  diverses  variantes  du  dispositif  selon  l'invention  à  

une  carte  mère  ;  

-  les  figures  9a  et  9b  illustrent  l 'influence  de  l'angle  de 

c ro i sement  0   entre  les  fils  3  et  les  fils  8  sur  l 'encombrement   des  

c o n t a c t s .  

Sur  les  figures  1  à  9  les  mêmes  références  ont  été  u t i l i sées  

pour  désigner  les  mêmes  é l émen t s .  

Sur  la  figure  1,  on  peut  voir  une  embase  de  connecteur   selon 

l'invention.  Cette  embase  est  fixée  sur  une  carte  mère  ou  un  fond  de  

panier  15.  La  carte  15  est  par  exemple  un  circuit  imprimé  ou  un 
circuit  céramique.  Ladite  embase  comporte  un  corps  isolant  6 

traversé  par  des  fils  conducteurs  8.  Les  fils  8  comportent   par  

exemple  deux  parties  planes  16  et  17  destinées  respec t ivement   à  la 

soudure  sur  la  carte  mère  15  et  à  la  réception  des  fils  c o r r e s -  

pondants  de  la  fiche.  La  soudure  avec  les  points  de  contact   de  la 

carte  mère  15  est  ef fectuée  par  report  à  plat  et  soudage  en  phase 

vapeur .  

Avantageusement   l'embase  comporte  des  pieds  de  lavage  9 



permet t an t   un  accès  à  la  partie  plane  16  du  fil  8.  La  hauteur  des  

pieds  de  lavage  9  est  par  exemple  de  1  mm  afin  d'assurer  le  b ras sage  

correct   des  fils  8  avec  les  plots  de  raccordement   de  la  c a r t e  
mère  15. 

La  connexion  avec  une  carte  fille  s'établit  par  contact   é l a s -  

tique  sous  un  angle  0,  non  nul,  de  la  partie  plane  17  du  fil  8  avec  les 

fils  homologues  de  la  fiche.  Le  fil  8  a  dans  l 'exemple  illustré  sur  la 

figure  1  une  forme  en  C.  Dans  une  variante  non  représentée   le  fil  8 

a  une  forme  en  anneau .  

Pour  assurer  un  bon  contact   le  fil  8  présente  une  g rande  
élast ici té .   Un  exemple  de  réalisation  utilise  un  fil  en  bronze  de  

berrylium  d'un  diamètre  de  0,2  mm.  Les  fils  3  et  8  sont  dorés  sauf  

dans  les  zones  de  brasage  où  ils  sont  é t a m é s .  

Avantageusement ,   l 'embase  comporte  une  jupe  7  assurant  le 

guidage  de  la  fiche  susceptible  de  lui  être  assoc iée .  

Dans  une  variante  de  réalisation  non  représentée  l ' embase  

comporte  des  alvéoles  susceptibles  de  recevoir  des  contacts   de 

puissance,  des  câbles  coaxiaux  ou  des  câbles  contenant   des  f ibres  

opt iques .  

Sur  la  figure  2,  on  peut  voir  l 'embase  de  la  figure  1  vue  de  

dessous.  Les  fils  8  sont  logés  dans  des  fentes  10.  Dans  l ' exemple  
illustré  sur  la  figure  2,  les  fentes  10  sont  disposées  pe rpend icu -  

lairement  à  la  longueur  du  connecteur.   Dans  d'autres  exemples  de  

réalisation,  les  fentes  10  parallèles  entre  elles  ne  sont  pas  néces sa i -  

rement  perpendiculaires   à  l'axe  du  connecteur .   Pour  réaliser  l ' in- 

vention  il  suffit  que  les  fentes  10  contenant   les  fils  8  présentent   un 

angle @  non  nul  par  rapport  aux  axes  des  fils  de  contact   con t enus  

dans  la  fiche,  de  façon  à  obtenir  un  recouvrement   d'un  seul  fil  sans 

chevauchement   sur  les  fils  voisins. 

Sur  la  figure  3,  on  peut  voir  la  vue  de  dessous  d'une  fiche  pour 

carte  fille.  La  carte  fille  est  fixée  sur  un  bloc  de  matière  isolante  2 

dans  lequel  sont  présentes  des  fentes  4.  Dans  ces  fentes  4  sont  logés 



des  fils  3  assurant  l ' interconnexion  par  contact   sur  les  fils  h o m o -  

logues  8  de  l'embase  des  figures  1  et  2.  Les  fentes  contenant   les  fils 

3  de  la  fiche  sont  inclinées  d'un  angle 9  par  rapport  aux  fentes  10 

contenant  les  fils  8  de  ladite  e m b a s e .  

Sur  la  figure  4,  on  peut  voir  la  coupe  suivant  AA'  du  d isposi t i f  

de  la  figure  3.  Les  fils  3  assurent  l ' interconnexion  sont  soudés  en  5  à  

la  carte  fille  1.  Les  fils  3  sont  avantageusement   du  même  type  que 
les  fils  8  de  la  figure  1  et  2. 

Sur  la  figure  5,  on  peut  voir  une  variante  de  réalisation  de  

l 'association  d'une  embase  susceptible  d'être  fixée  sur  une  c a r t e  
mère  et  d'une  fiche  susceptible  de  supporter  une  carte  fille  1. 

L'embase  ne  comporte  plus  cont ra i rement   aux  figures  1  et  2  de  jupe 

de  guidage  7.  Par  contre,  elle  comporte  des  pions  de  guidage,  de  

codage  ou  de  verrouillage  16. 

Sur  la  figure  6,  on  peut  voir  une  variante  de  réalisation  des  

fiches  pour  carte  fille  selon  l'invention.  Ces  fiches  ne  c o m p o r t e n t  

plus  la  pièce  isolante  2  des  figures  3  et  4.  Par  contre  les  fils  3  pour 

assurer  la  stabilité  mécanique  sont  fixés  des  deux  côtés  de  la  c a r t e  

fille  1  en  5  et  en  11"  comme  on  peut  le  voir  sur  la  figure  7.  La  c a r t e  

1  introduit  dans  une  première  variante  de  réalisation  dans  l 'embase  6 

est  maintenue  dans  cette  dernière  par  une  pression  exercée  sur  le 

bout  opposé  de  la  carte  par  exemple  par  le  chassis  dans  lequel  c e t t e  

carte  est  mon tée .  

Sur  la  figure  7,  on  peut  voir  une  coupe  selon  BB'  du  d isposi t i f  

de  la  figure  6.  Dans  une  variante  de  réalisation  les  cartes  fille  1  sont  
connectées  à  la  carte  mère  15  sans  utilisation  de  l'embase.  Dans  un 

premier  temps  les  fils  3  sont  posés  sur  la  carte  fille  1  par  
l ' intermédiaire  d'un  support  12.  Ce  support  solubre  sera  dissout  ap rès  

exécution  du  brasage  des  fils  3,  5  et  11  sur  la  carte  1,  la  carte  1  e s t  

ensuite  présentée  sur  la  carte  mère  15,  le  chassis,  ou  un  ver rou i l -  



lage,  maintenant   une  pression  suffisante  pour  assurer  le  c o n t a c t  

électrique  nécessaire,   les  fils  3  assurant  la  tenue  mécanique .  

Sur  la  figure  8,  on  peut  voir  quatre  exemples  de  connexion 

entre  une  carte  mère  15  et  les  cartes  fille  1.  Dans  la  pratique  on 

utilisera  avan tageusement   le  même  type  de  connexion  pour  t o u t e s  

les  cartes  fille.  Sur  la  figure  8  pour  la  clarté  de  la  figure,  les  c a r t e s  
1  sont  espacées.  Par  contre  dans  la  pratique  le  dispositif  selon 

l'invention  permet  une  très  grande  densité  d ' implantat ion  de  c a r t e s  

fille  sur  la  carte  mère .  

En  30,  nous  voyons  l ' interconnexion  d'une  carte  fille  1  sur  la 

carte  mère  15  en  utilisant  une  embase  des  figures  1  et  2  associée  à  

des  fiches  illustrées  par  les  figures  2  et  3. 

En  31,  est  représenté   la  connexion  directe  d'une  carte  fille  1 

équipée  d'une  fiche  illustrée  par  la  figure  2  sur  une  carte  mère  15. 

Une  force  référencée   23,  ou  un  verrouillage  24  situé  sur  la  fiche  2 

ou  la  carte  mère  15,  tient  plaquée  la  carte  fille  1  sur  la  carte  m è r e  

15.  Dans  ce  cas  les  fils  3  entrent  en  contact   avec  des  p i s tes  

imprimées  sur  la  carte  mère  15  sous  un  angle  0. 

La  connexion  directe  des  cartes  fille  représentées   par  les 

figures  6  et  7  sur  une  carte  mère  15  est  référencée  32  sur  la  f igure  

8.  Les  cartes  1  sont  maintenues  en  place  par  les  pièces  22 

appar tenant   au  chassis  supportant  l 'ensemble  des  cartes.  Une  carte  1 

de  type  de  celle  illustrée  par  les  figures  6  et  7  connectée   à  la  c a r t e  

mère  15  par  l ' intermédiaire   d'une  embase  illustrée  par  les  figures  1 

et  2  est  ré férencée   33.  La  carte  fille  est  maintenue  en  place  par  une 

pièce  22  du  chassis  contenant   l 'ensemble  des  cartes  é l ec t ron iques .  

Sur  la  figure  9,  on  peut  voir  deux  exemples  de  r e c o u v r e m e n t  

entre  fils  3  et  8  assurant  l ' interconnexion  entre  c a r t e s .  

La  distance  entre  deux  fils  8  successifs  ne  peut  pas  ê t r e  

inférieure  à  Lsin  G,  où @  est  l'angle  entre  les  fils  3  et  les  fils  8  et  L 

est  la  longueur  des  fils  3. 



Sur  la  figure  9a  on  a  représenté  une  interconnexion  de  h a u t e  

densité  pour  un @  faible,  l'angle @  illustré  est  agrandi  pour  la  c l a r t é  

de  la  f igure.  

Sur  la  figure  9b  est  illustré  l 'exemple  limite  assurant  un 

maximum  de  sécurité  de  connexion  où  l'angle @  entre  les  fils  3 

appar tenant   aux  fiches  contenant  les  cartes  fille  1  et  les  fils  8 

appar tenant   à  l'embase  fixée  sur  les  cartes  mère  15  est  égal  à  90°.  

Dans  un  tel  cas  la  distance  entre  deux  fils  8  successifs  e s t  

supérieure  à  la  longueur  L  des  parties  planes  17  des  fils  3. 

Typiquement  une  valeur  G  =  20°  assure  un  bon  compromis  
fiabilité  des  connexions-densité   d ' in terconnexion.  

L'invention  s'applique  pr incipalement   à  l ' interconnexion  de  

cartes  électroniques  imprimées  ou  cé ramiques .  



1.  Dispositif  de  connexion  de  cartes  électroniques,   c a r a c t é r i s é  

par  le  fait  qu'il  comporte  deux  pluralités  de  fils  conducteurs  e t  

élastiques  (3  et  8)  se  croisant  sous  un  angle 0  non  nul  de  façon  à  c e  

que  chaque  fil  (3)  appar tenant   à  l'une  des  pluralités  établisse  un 

contact   électrique  avec  uniquement  son  fil  (8)  homologue  a p p a r -  

tenant  à  l'autre  p lura l i té .  

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  ca rac té r i sé   par  le  f a i t  

qu'une  desdites  pluralités  de  fils  (3)  est  contenue  dans  une  f iche 

solidaire  de  l'une  desdites  cartes  é lec t ron iques .  

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac tér i sé   par  le 

fait  que  l'une  desdites  pluralités  de  fils  (8)  est  contenue  dans  une 

embase  solidaire  de  l'une  desdites  cartes  é lec t ron iques .  

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  ca rac té r i sé   par  le  f a i t  

que  ladite  embase  comporte  une  jupe  (7)  assurant  le  guidage  de  la 

carte  à  c o n n e c t e r .  

5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendications  p r é c é -  

dentes,  ca rac té r i sé   par  le  fait  que  les  fils  (3  et  8)  sont  soudés  sur  les 

cartes  électroniques  dont  ils  assurent  la  connection  par  report  à  

p la t .  

6.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendications  p r é c é -  

dentes,  ca rac té r i sé   par  le  fait  qu'il  comporte  des  alvéoles  suscep-  
tibles  de  permet t re   la  connexion  de  fibres  optiques,  de  câb le s  

coaxiaux  et/ou  des  contacts   de  puissance.  

7.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendications  p r é c é -  

dentes,  carac tér i sé   par  le  fait  qu'il  comporte  des  pions  p e r m e t t a n t  

le  guidage,  le  codage  et/ou  le  verrouillage  des  c a r t e s .  



8.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendications  p r é c é -  

dentes,  carac tér i sé   par  le  fait  que  les  fils  (3  et  8)  sont  en  bronze  de  

beryl l ium. 

9.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendications  p r é c é -  

dentes,  carac tér i sé   par  le  fait  que  les  cartes  électroniques  dont  on 

assure  la  connexion  sont  des  cartes  impr imées .  

10.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendications  p r é c é -  

dentes,  carac tér i sé   par  le  fait  que  les  cartes  électroiques  dont  on 

assure  la connexion  sont  des  cartes  c é ramiques .  
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